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We developed a screening equipment for ceramic substrate level power module of IGBT. The equipment acquires 
current signals and finally classifies to normal/abnormal module. We established statistics based classification with image 
processing. It is expected to be applied for screening in a production line and failure analysis of power modules. 
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図 1 磁束信号の測定方法の模式図 
Fig. 1. Schematic view of measurement 
method of magnetic flux signals. 
 
 
図 2 作製したセンサアレイモジュール 


































図 3  入力信号無しでの出力信号 
Fig. 3.  Output signal without input signal. 
 
 
図 4  校正用波形の測定方法 





図 5  増幅度のデジタル校正の結果 
Fig. 5.  Result of digital calibration for 
amplitude. 
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図 6  CR時定数のデジタル校正の結果 
Fig. 6.  Result of digital calibration for CR 
time constant. 
 
図 7  正常／異常サンプル 






















































図 8  正常／異常サンプルの信号分布 



















図 9  単純な統計手法を用いた正常／異常分類の概念 
Fig. 9. Schematics of normal/abnormal 




図 10  単純な統計手法を用いた正常／異常分類の結果 
Fig. 10. Results of normal/abnormal 
classification with simple statistical approach. 
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図 11  ローカル・バイナリ・パターンという画像処理の
概念 
Fig. 11. Schematics of image processing named 




図 12  画像処理の有無による正常／異常分類の結果 
Fig. 12. Results of normal/abnormal 
classification with/without image processing. 
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図 13 試験的に作製した 32chセンサと 16chセンサの画
像 
Fig. 13. Image from fabricated 32ch and 16ch 
sensor array module. 
 
図 14 高さ差分画像による電流分布画像 
Fig. 14. Current distribution image by 
differential signal of height. 
